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L'électronique imprimee,
un marché prometteur



L'électronique imprimee,
une technologie stratégique et innovante
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Les caracteristigues clés

de I'électronique imprimée
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Des atouts iIncontestables

Finesse, légereté, solidité, flexibilité, personnalisation

» Intégration facile aux systéemes existants

Peu de matériau dépose, faible empreinte carbone

> Industrie responsable o

Production sur grandes surfaces (déroulé / feuille a feuille)

» Infrastructures : investissements faibles

Production de masse réalisable en France

C rt . I t - - 7 gugm hY = -
ertaines fimites > Fabrication compétitive a I'international

i Durée de vie (OLED et OPV)

i Complexité/densité de fonctions
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Des applications sur tous marches
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RECHERCHE ACADEMIO!
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AGROALIMENTAIRE AERONAUT

avec un fort potentiel de croissance
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Des grands comptes clients investis

Luxe / Cosmétique Energie / Batiment

Sécurité Electronique L'OREAL ENGIE
DIOR Q LEGRAND
WITHINGS CHANEL AREVA
OBERTHUR SAFRAN LVMH ... SAINT GOBAIN
BANQUE DE France THALES ... SCHNEIDER ELECTRIC
GEMALTO ... ‘ CAISSE DES DEPOTS
BOUYGUES
VINCI

TOTAL ...
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DASSAULT

EUROCOPTER
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Autres
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Medical
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L e marché mondial en B$
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Distribution actuelle du marché dans le monde : trois zones 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
géographiques se partagent le marché

Source : IDTechEx
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La véritable force de la France : disposer de tous les maillons de la chaine de valeur

EDUCATION R&D TECHNOLOGIES / APPLICATIONS MARCHES
Affichage Industrie
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PLATE-FORMES ‘
e Q
O

Rassemble les acteurs de I'électronique imprimée en France.
Représente leurs intéréts pour développer un secteur efficient en vue de créer des emplois.
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Echanges entre industrie et écoles et universités

o | Printing
Iyesegutenberg Printing i S AS Sensorzég;lgs, (Bio)
W/l OLEDS, 0PV, orenoe u? Graphic,
VA sensors, systems )}l 1 sensors, OPV
—-D OLEDS, OPV, | UIT]\ A at OLEDS, OPV,
Sensors, Systems ....................................... Sensors

Des jeunes préts aux besoins en électronique imprimee
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Formulations —— Microélectronique
E=Juiten . CEALiten TmZne . IM2NP
Composants - OPV et Microélectronique
=% . CRM GROUP ITony§ . ITODYS
= Matériaux métalliques ~ < Nanosciences
~ __.GDR Electronique imprimée l DO LCPO
i rean Crionez Q) Groupement laboratoires CNR: Polymeres organiques
LIER | ICCF XJ/ . XLIM
Bt - Chimie - OPV i Optoélectronique

Collaboration entre industrie et R&D 1
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Substrats et formulations
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Plate-formes technologiques

NASA Tecrcogy Aeacress Leves

MATERIALS FORMULATIONS PROCESS SYSTEMS OBJECT
== TRL4>6
CANOE Wet way thin films coating
L LR i TRL3>7
CTP Paper technica
ELORPRINTTEC Materials for organic electronics TRL1>35

LEAF Flexible radio-fri TRL1>4

MICROPACKS Hybrid TRL4>7

PICTIC Sensors - Logical funct TRL4>6

SPRINT Printed el TRL3>7

*TRL : maturité du développement technologique
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Plus de 3 000 m?installés en France

ELORPRINTTEC &

LABORATONRE D€
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LUQUET X,
DURANTON

ArjoSystems

CHANCE YOUR PERSPECTIVE

porcherindustries A Schneider PARAGSN

CONFIDENCE MAKES THE DIFFERENCE LINXENS aElectric



Un mobilier
digital autonome
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ﬂf@“ﬂ] Animation et deploiement du réseau francais

« Structuration de la filiere
 Mise en relation des acteurs pour des partenariats

 Regroupement des acteurs France a l'international

 |dentification des clés de développement
* Développement de la complémentarité des savoir-faire

 Compréhension des attentes du marché

Groupes de travail R & D / Industrie :
favoriser la conception et |a réalisation de produits finis



ﬂf@]iﬂ] Rapprochement des marches applicatifs

Le contexte : état de I'art

 Les indicateurs clés et la roadmap

 Les acteurs

» Les caractéristiques techniques

 Les marchés

L’objectif : appréhender les utilisateurs finaux

Trois ou quatre journées par an et d’autres spécifiques

Développer efficacement les applications des clients




afe]im Intégration aux nouveaux projets

Creéation d’un portefeuille de projets « Membres »

Cartographie des projets sur la chaine de valeur

« Communiquer la liste des appels a projets

Expliquer les différents meécanismes de reussite

Favoriser l'intégration
des membres dans les différents projets




afe]im Contribution au développement export

Des pavillons AFELIM sur les salons
LOPE-C, Munich = - |

PRINTED ELECTRONICS, Berlin X gw-;;i' ’, “m ilig---
PRINTED ELECTRONICS, Santa Clara L .= ¥ ;

\

GRECE HOPEA  Hellenic Organic and Printed Electronics Association
ALLEMAGNE OE-A  Organic and Printed Electronics Association

CANADA CPEIA Canadian Printable Electronics Industry Association
COREE KOPEA Korea Printed Electronics Association

CHINE CPCA  Chinese Printed circuits Association

JAPON JAPERA  Japan Advanced Printed Electronics Technology Research Ass.

Accroitre la représentativité des adhéerents a I'export



HICP]I.H] Promotion du savoir-faire des membres

MARKETING Un contact direct « Client » aux Rencontres thématiques
3 ou 4 fois par an
Présentation aux cibles marchés en régions

INFORMATION Des cahiers de présentation du savoir-faire de la filiere
Une newsletter (5 a 6 par an)
Diffusion auprés de 6 000 contacts métiers

INTERNATIONAL Pavillon AFELIM sur 4 salons
Liens étroits avec d’autres organisations

COMMUNICATION Un site web avec intranet pour les adhérents
Une page A4 de présentation par adhérent (mots clés)
Plus de 200 000 clics annuels

INSTITUTIONNEL Un stand par adhérent aux Rencontres
250 personnes dont 50% de décideurs innovation
Conférences et networking pour les clients

RENCONTRES ELECTRONIQUE IMPRIMEE - 28 MARS 2018
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